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要　　旨

　本研究は、シリコン（ Si）とマグネシウム（ Mg）を含有する複合フィラーを用いたセラミックス接合法の提案である。

接合部に生成したSi-Mg液相からMgが蒸発することで、等温凝固によって固相 Si層が形成され、接合体が得られる。

この原理により、Siの融点（約 1400℃）よりも低い温度で接合しやすく、かつ、接合後には接合温度より高い温度でも

フィラーは融けなくなる。本報では、 Mg含有量（ XMg）を０～59 at.％と変化させたSi-Mg複合フィラーを用いて、窒

化ケイ素（Si3N4）を1100°C・10分間・真空中保持で接合した。上記原理に基づき、 Si層を介したSi3N4接合体が得られた。

一部のMgはSi3N4と反応してSi層とSi3N4母材の間にMgSiN2微細結晶層を形成し、強固な結合に寄与していた。 Si層

中には直径100 nmを超える比較的粗大なMgO粒子と、 10 nm未満の微細なMgO粒子が形成されていた。 1100℃での 

Si-Mg液相線組成である約37 at.％よりもXMgが大きい場合、緻密で薄い Si層が形成され、 XMgの増大とともに室温で

の接合部の引張強度は増大した。透過型電子顕微鏡による解析から、 XMgが増大すると、 Si層中のMgO粒子がネット

ワーク状に結合し、それにより Si層の破壊強度が向上すると結論付けられた。室温で高強度であった Si3N4接合体につ

いて、大気中 1200℃で３点曲げ試験を行った結果、最大 200 MPa程の破壊応力であったことから、接合温度より少なく

とも100℃以上高い温度かつ酸化雰囲気中で使用できる可能性を示した。

（本研究はJSPS科研費JP18K04726の助成を受けたものである。）

（本研究はCeramics International, Volume 47, Issue 16, 22424-22434 (2021). にて発表した。）
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